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NOTICIAS
NORMALIZACION DE LOS FORMATOS DE PAPEL
INTRODUCCION
Los impresos son items fabricados generalmente para utilizarlos en la adminis­
rracion de empresas y adem as son entes b asico s en la d oc um e n t ac ion , transfe­
rencia y procesamiento de la informacion; para su n orm aliz acio n se hace nece­
saria una c orn pre nsio n y estudio completo de las principales facetas de su
vida: cre ac ie n , e lab orac io n , uso y c o n se rvac io n.
A principios de siglo, se hace evidente la necesidad de unificar la diversidad
de formatos que existe en los papeles y que da lugar a la dificultad de archivo
y co nserv ac io n, pues, con frecuencia, los papeles sobresalen de las carpetas 0 no
existe un ajuste dimensional adecuado que ayude a mantener el orden en la
docum e n tac io n , la transferencia 0 procesamiento de la informacion, evitando
e l deterioro de esta.
Estas dificultades han surgido de la variedad de tarn afi o s comerciales de
los papeles que se han utilizado, entre los que pueden distinguirse: 80cm x 112 cm;
70 ern x 100 cm; 14 cm x 88 cm y 56 cm x 88 cm. De cada uno, por divisiones
sucesivas se obtienen cuatro t arn afi o s distintos para el formato conocido comer­
cialmente con el nom bre de folio y en consecuencia otros cuatro t arn afi o s para la
cuartilla.
Para superar las dificultades, el hom bre una vez mas, hizo uso de los prln­
cipios basicos de la norrn aliz ac io n: simplificar, unificar. intercambiar y espe­
cificar; aplicados al proceso de cre ac io n y e lab orac io n del impreso.
NORMALIZACION DIN" DE LOS FORMATOS
La pnmera re a liz ac io n de los formatos normalizados 0 serie normal de formatos,
tuvo lugar por parte del Doctor W. Porstmann (1971) en Alemania a base
de la ser ie de cuadrad o s 1:../2.
• DIN Deutsches Institut fiir Normung [Institute Aleman de Normas)
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EI rectangulo formado por el lado del cuadrado y su diagonal cuya
relacion de longitudes es 1: V2 = 1:1.4142, fue preferido sobre to do por
los arquitectos y maestros de obras del Renacimiento como rectangulo de
buenas proporciones. Leon Batista Alberti 10 indica expresamente en el ca­
pitulo XII del primero de sus diez libros sobre el Arte de la cc nseruceie n.
Este rectangulo tiene la propiedad especial de que partiendo por la mitad
au superficie da nuevamente recrangulo s de igual p roporcio n de lados (1 :...(2).
Debido a las consideraciones prac ticas de que el papel se compra por unida­
des, su precio depende de su masa, gramaje y el gramaje depende de la calidad
o espesor, si el pliego 0 formato basico mide un metro cuadrado sera facil deter­
minar el num ero de pliegos 0 comprobar su gramaje.
Basandose en estas ideas Porstmann lIeg6 a las siguientes conclusiones: l. To­
do formato se ob te ndra dividiendo en dos el formato inmediatamente superior.
2. Todos los formatos, seran geom e tr icam en re semejantes. 3. Los formatos se basa­















Fig. 1. Sucesion de los form ato s DIN a base
de la relacion: 1:.../2.














Fig. 3. La aerie por mitades sucesivas de los
formato. DIN a partir de
AI"' Ao 12 (Ao -I m2).
B'
D'
Fig. 2. Ser ie de cuadrados (ormados con el
ocragono segun la suce sion de lados
en la re lac ion 1:...[2:
Asl, con la serie de formatos
1:../2 satisfaciendo las dos prim eras
condiciones
aib = 1: ..(2
y la tercera a' b = 1 .
Porstmann obtuvo las dimensio­
nes del formato base normal.a- 841 mm
y b .. 1189 mm, conocido com 0
AO: 841 mm x 1189 mm
Esta base se proyecta en am bos
sentidos, ob te n ie n d o se la serie prlnCI-
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pal de formatos norm ales de papel que se adop ro en Alemania y luego en todo
el mundo.
Para una c om p re naio n gnlfica de la norm alie acicn DIN de los formatos,
observese las figuras 1, 2 Y 3 que son una represenrac icn grafica de la normali­
zacion DIN de los formatos.
NORMALIZACION INTERNACIONAL DE LOS FORMATOS
A partir de los trabajos de la DIN. muchos otros organismos de norm a liz acicn
en diversos p a Ise s, adoptaron la se rie normal de formatos, entre ellos Chile, en
1969, a traves del Instituto Nacional de Norm aliz ac icn (ex INDITECNOR), que
los define en la norma NCh 494. Of 69. La ad o pc io n de la serie normal de
formatos por parte de la International Organization for Standardization ISO,
maximo organismo de n orm a liz ac io n a nivel mundial, en 1961, se considero
uno de los pasos mas importantes de la n o rm a liz ac io n internacional. ya que
dichos formatos normalizados fueron adoptados, de esta forma, por la mayor
parte de los paises. dan do por resultado no solo grandes e co n om Ias, sino que
tam bien una gran sim p lific ae io n en los trabajos de o fic in a , La puesta en aplica­
cion de los formatos normalizados ha sido fortalecida por la re so luc io n de la Orga­
n iz ac io n de las Naciones Unidas, ONU, en 1975. de ut iliz ar dichos formatos.
A c on t inu ac io n se incluyen e x trac t o s de las partes principales de las
normas chilenas oficiales que han sido homologadas de las normas internacionales
ISO al respecto.
NCh 494. Of 69. Pape!. Serie normal de formatos. De signac io n y e sp ec ifi-
c ac io ne s.
NCh 496. of 69. Pape!. Papel en bobinas y resmas. Dimensiones.
NCh 736. Of 69. Pape!. Series auxiliares de formatos fin a le s.
NCh 737. Of 69. Pap e l, Ap lic ac io n de los formatos finales de la serie A.
Se ha tratado en 101 mayor medida posible de mantener fie lm e n t e e l conte-
nido de dichas norm as.
NCh 494 DESIGNACION Y ESPECIFICACIONES DE LA SERlE NORMAL,
DE FORMATOS DE PAPEL
TERMINOLOGIA
Los term inos empleados en este documento tienen el significado que se expresa:
Bobina. Es el cilindro que se obtiene al enrollar una cinta continua de papel.
Formato. Es el tam afi o de la hoja de papel definida par su alto V por su ancho.
Formato base. E s el establecido convencionalmente V del cual se deducen los
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demas tamai'los de lal hojas que constituyen una serie. Tambi6n se denominl
de origen.
Formato primario. Es el tamai'lo del papel en .bobinas 0 resmas.que el fabricante
suministra al usuario y del cual, este ultimo puede obtener un formato final,
mediante simpla corta de los bordes.
Posici6n v.rtical. Una hoja a formato esti en posici6n vertical cuando su ancho
as inferior al alto.
Posicion apailada. Una hoja 0 formato esti en posici6n apaisada cuando su ancho
es superior al alto.
Rtlma. Es el conjunto de 500 ho;as da papel sin doblar, coincidentes da igual
formato contenidas en uno 0 mis envoltorios.
S.rit d. formatol final.s. Es al conjunto da formatos finales deducido del
form ato base.
Strit dt formatol finalel alaruados. Es el conjunto de formatos deducidos de
los formatos finales de una serie.
S.rit normal d. formatol. Es el conjunto de formatos que debe preferirse para
corte 0 uso.
DESIGNACION DE FORMATOS
Formato primario. Las dimensiones se expresarin en cent(metros.
Para IU designacion se empleara el s(mbolo del formato final correspcn-
diente precedido por la letra R.
Para el form ate de 86 cm x 122 cm se usa la designaci6n R A O.
Para el formato de 61 cm x 86 em se usa la designaci6n R A 1.
Para el formato de 43 cm x 61 em se usa la designacion RA 2.
Formato final. Las dimensiones se expresariln en milimetros.
Cada formato final de una serie se designara por una letra seguida de un
numero.
La letra indica la serie de formatos y el numero indica la cantidad de
operaciones de division que se han hecho, de acuerdo can reglas'dadas a partir
del formato base al que se Ie atribuye el numero O.
Los formatos finales alargados se designariln por la indlcacicn del formato
final correspondiente, precedido par la fraccion par la cual ha sido dividido.
SERlE DE FORMATOS FINALES
La serie de formatos finales estara constitufda par una suceslen de rectangulos
de manera que cada uno de elias se obtendra dividiendo en dos partes !guales el
rectingulo inmediato superior, trazando la Ifnea de division para lela al lad a
menor. Las areas de los rectilngulos sucesivos estaran en la retacion 2: 1.
Los lados de los rectangulos deberan cumplir can la siguiente ecuaci6n,
aplicable I los lados x e y de un formato:
x : V =1 .......
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Los formatos alargados se obtendran dividiendo el lado mayor de cualquiera
de los formatos finales de una serie, en 3, 4 u 8 partes iguales, paralelamente al
lado menor.
DIMENSIONES DE LAS SERIES DE FORMATOS
Stria normal. Se designara con la letra A.
Su formato base se denom inara A 0 y tendra un area de 1 m2•
(x.Y=1m2)
Formatos finales. La serie normal estara constitufda por los formatos cuya
desiqnaclcn y dimensiones se indican en Tabla I.
TABLA I
FORMATOS FINALES DE LA SERlE A
Designac ion Dimensiones. mm
A 0 841 x 1 189
A 1 594 x 841
A 2 420 x 594
A 3 297 x 420
A 4 210 x 297
A 5 148 x 210
A 6 105 x 148
A 7 74 x 105
A 8 52 x 74
A 9 37 x 52
A 10 26 x 37
A 11 18 x 26
A 12 13 x 18
Se ccnslderaran, tam bien, como formatos norm ales, los siguientes:
1 A 0
2AO
1 682 x 2 378
1 189 x 1 682
La serie normal de los formatos finales alargados estar a constituida por
los formatos cuya de siqnacio n y dimensiones se indican en Tabla II.
TABLA II
FORMATOS FINALES ALARGADOS
D'e s ig n ac io n DimenslOnes, mm
1/3 A 4 99 x 210
1/4 A 4 74 x 210
1/8 A 8 13 x 74
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TOLERANCIAS
Las toleraneias en las dimensiones de los formatos finales seran las indieadas
en la Tabla 3.
TABLA III
TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES DE LOS FORMATOS FINALES
Dimension nominal Toleraneias
d(·) mm mm
d ... 150 :I: 1.5
150 < d ... 600 :I: 2
600 < d :I: 3
• d corres onde a la dimension nominal tanto ara el• p
ancho como para el largo.
p
En Chile el papel que se produce es de un formato 770 x 1 100 mm que
no corresponde al formato base A 0 (841 x 1 189 mm) que establece la norma.
EI cambio de formato base representa, segun la industria productora de
papel, una fuerte inversion en maquinarias que no es prudente exigir de inmediato,
pero que en la reposicie n de equipos debe contemplarse.
INN (ex INDITECNOR), conocedor de esta realidad y consciente de las
ventajas que significa la ut ilizacion de formatos normales en un Ap e n d ic e a la
NCh 494 presenta diferentes alternativas para que, utilizandose e l formato base
actual, 770 x 1 100, se obtengan, con un minimo de p erd id as, formatos de la
serie normal A O.
NCh 496 DIMENSIONES DEL PAPEL EN BOBINAS Y RESMAS
DIMENSIONES
E I papel en bobinas se entregara con uno de los anehos sigu ientes: 43; 61;
860 122 em.
Resmas. Las hojas que se entregan en resmas tendran las dimensiones de los
formatos primarios siguientes:
RA 0 86 em x 122 em
RA 1
RA 2
61 em x 86 em
43 em x 61 em
TOLERANCIAS
Las toleraneias en las dimensiones de los formatos primarios sera de ± 0.5 %,
aprox im ando se la eifra al miHmetro.
La toleraneia que resulte de apliear 10 anterior no podra exeeder de 0.5 em
en mas, ni de 0.3 em en menos.
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NCh 736 SERIES AUXILIARES DE FORMATOS DE PAPEL
DESIGNACION V DIMENSIONES
Las series auxiliares a que se refiere este documento se de siqnaran con las letras
B y C y sus dimensiones se indican en las tablas IV y V.
TABLA IV
FORMATOS FINALES DE LA SERlE B
Design ac io n Djm e n s ron es , mm
B 0 1 000 x 1 414
B 1 707 x I 000
B 2 500 .. "07
B 3 353 x 500
B 4 2�0 x ,�,
B 5 176 x 250
B 6 125 .. 176
B 7 HH x 125
B 8 62 • ilK
B 9 44 x 62
B 10 3 I x 44
TABLA V
FORMATOS FINALES DE LA SERlE C
DC\lgnaclOn Dlmenslones, mm
C 0 917 x 1 297
c 1 648 x 917
C 2 458 x 648
C 3 324 x 458
C 4 229 x 324
C 5 162 x 229
C 6 114 x 162
C 7 81 x 114
C 8 57 81
Las series auxiliares de obtienen:
la B como media q e o rne tr ic a entre dos tamafios consecutivos de la serie A.
la C como media qe o rn e tr ic a entre los tamafios de las series A y B.
Ejemplos:
aB4 = yaA3 x aA4 = y210 x 297 = 250'
y297 x 420 = 353
Los usos mas corrientes de estas dos series son la B para carpetas y la C
para sobres.
NCh 737 APLICACION DE LOS FORMATOS FINALES DE LA SERlE A
Las aplicaciones preferentes de los formatos finales de la serie A se indican en
la Tabla VI.
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TABLA VI
APLICACION DE LOS FORMATOS FINALES DE LA SERlE A
Formatos y Medidas (mm)
0- - .... 0 ..... 0 GO '" .... N ..... '" GO
GO ... 0- N 0- - ... 0 .... '" .., N -
... GO '" ... N N - ...
Ap licac icne s -
.. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. ..
- .... 0 ..... 0 GO '" .... N ..... '" GO ..,
.... 0- N 0- - .... 0 r-, '" .... N - ...
GO '" ... N '" - -
AO Al A2 A3 A4 AS A6 A7 AS A9 AIO A II A 12
Acciones y tilulos A3 A4
Actas y docum enros ofie iales A4
A fiches. carte Ie. y anuncros AO Al A2 A3 A4 AS A6
Agendas y exfoliadcres A4 AS A6 A7
Almanaque. AI A2 A3 A4 AS A6 A7
Bo le rines o ficiales A4
Carta. y oficios A4
Cartones para aIm an aques A3 A4 AS A6
Catalogo. A4
Circulares A4
Cuade mos y libretas A4 AS A6 A7
Olano. y orros per ro d ic o s AI A2 A3 A4
Dfbujo s de p aten te s y marcas A3 A4
Documentos oficiales y actas A4
Esqu e la s AS
Estam pula. de correo y fisc. A9 AIO A II A 12
ESIUUIOS Y reglam enros A4 AS A6
Et iqu e tas y m em bretes A3 A4 AS A6 A7 AS A9 AIO A II A 12
FIchu A3 A4 AS A6 A7
Formularios. fac .• gu{as y recibos A4 AS A6 A7
Folletos A4 AS A6
Hoj .. de Norma. A4
H orarios de viaje Al A2 A3 A4 AS
Libra. de c o n tab il id ad A2 A3 A4 AS
Lista. de precios A3 A4
Map .. AO AI A2 A3 A4 AS
Memorandum AS
Papel sellado A4
Papel diagram ado A3 A4
Pre su puestos A4
Recetas AS A6
Revistas A3 A4 AS
Tabla. A4 AS
Tarje t.. A7 AS
TarJeus po srale s A6
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EPILOGO
Es importante notar finalmente que a pesar de la ace p tac io n y ap licab ilid ad
mundial que han alcanzado los formatos normales de papel, por sus amplias
ventajas eco n o m ic as y de sirn p lificac io n administrativa, hoy d Ia, al archivar la
docum e ntac io n proveniente de diversas empresas e instituciones encontramos
una diversidad de formatos que nos implican problemas de archivo y conserva-
. ,
CIon.
A pesar de los esfuerzos desplegados por el INN (ex INDITECNOR) en el
sentido de impulsar la u t iliz ac io n de los formatos normales, en Chile no hemos
logrado una conciencia al respecto y consecuentemente la p op ularizacion en
su uso.
Es de esperar que a corto plazo tanto las empresas privadas como los
organism os pub lic o s comprendan todas las ventajas e c o n Sm ic as del uso de los
formatos norm ales de papel e implementen su u tiliz acio n a nivel general, tal
como se ha venido haciendo en algunos p a ise s de Europa desde principios de
este siglo y como la ha recomendado la Grgan iz ac io n de las Naciones Unidas,
ONU, a nivel mundial en los ultimos afi o s,
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CONGRESOS Y REUNIONES
En el Auditorio de IDIEM se realize los
dfas 24 al 28 de noviembre de 1980 un
cicIo de charlas sobre Tecnologias de mate­
riales de construccion fabricados con arcilla
cocida. Fueron dictadas por el profesor
Dr. Antonio Garcia Verduch, Jefe de Sec­
cion Procesos Ceramicos del Instituto de
Ceramica y Vidrio de Madrid, Espana y el
ternario cornprendio: vision estructural de
los productos cerarnicos: seleccion de mate­
rias primas; operaciones previas al moldeo;
moldeo ceramico: secado; transformaciones
que se pruducen durante la coccion: acabado
superficial de los productos, y algunos de­
fectos comunes en ceramicas,
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Un Congreso de Refractarios se celebre en
Lima, Peru, los dias 2 al 6 de noviembre
de 1980, organizado por el Instituto Lati­
noarnericano del Fierro y del Acero, ILAFA,
Y la Sociedad Latinoamericana de Fabrican­
tes de Refractarios, ALAFAR.
Consistio en tres sesiones tecnicas en que
se trataron sucesivamente los ternas de:
Uso de refractarios en siderurgia en sus
aspectos de la siderurgia peruana, la siderur­
gia en general, las fibras ceramicas y mono­
liticas, los refractarios en ace ria y cucharas
y los refractarios en Cowpers; Afaterias
primos y Uso de refractarios en metalurgia
del cobre.
La Sociedad Espanola de Mecanica del Suelo
y Cimentaciones, la Sociedad Espanola de
Mecanica de Rocas y la Asociacion Espa­
nola de Tuneles en conjunto patrocinaron
un Simposio sobre uso industrial del sub­
suelo que se celebre los dias 7 a 9 de abril
de 1981 en Madrid, Espana.
Comprendio cuatro sesiones tecnicas en
que se trataron respectivamente los tuneles
110 urbanos, incluyendo los de comunica­
ciones, hidraulicos y otros que no afecten
a nucleos urbanos; el urbanismo subterraneo
que comprende los de movilizacion urbana,
enlaces ferroviarios, estacionamientos sub­
terraneos, colectores, etc; almacenamientos
subterraneos, que se refiere a los que se
construyen por excavacion 0 disolucion y
y a los que aprovechan cavernas, minas
abandonadas y otras estructuras preexisten­
tes; excavaciones subterraneas para mineria
y excavaciones para centrales de energia.
La correspondencia sobre este simposio
se puede dirigir a Avda. de Alberto Alcocer,
38. Madrid - 16 (Espana).
En el Auditorio de IDIEM se dictaran unas
Conferencias sobre ensayos no destructivos
en conexion con el Programa Multinacional
de Tecnologia de Materiales de la DEA, el
18 de agosto. Seran expositores en este
evento el profesor Gustav Albert Dahn,
Ingeniero Mecanico de Suecia, sobre lnves­
tigacion y desarrollo de ensayos 110 destruc­
tivos. Aplicaciones en caiierias, recipientes
de presion y centrales nucleares, y el pro fe­
sor Peter Schaub, Ingeniero Electronico de
Suecia, sobre Desarrollo y construccion de
equipos mecanizados para ensayos no des­
tructivos.
Un Primer Seminario sobre Disei'io de Pavi­
mentos rigidos tendra lugar en IDIEM, San­
tiago, Chile, del 22 de junio al 3 de julio
de 1981. Cuenta con el patrocinio del Ins­
tituto Chileno del Cemento y del Hormigon.
Participaran en estas reuniones el Sr. Cesar
Belmar A., profesor de Disefio estructural
de pavirnentos de la Escuela de Ingenieria
de la Universidad Catolica de Chile, quien
disertara sobre lntroduccion al diseiio de
pavimentos. Experiencia chilena; el senor
Marcio Rocha Pita, miembro del Consejo
Tecnico de la Asociacion Brasilefia del Ce­
mento Portland, quien expondra la Expe­
riencia brasileha, sobre Diseiio de pavimen­
tos rigidos. El Sr. Rafael Fernandez Sanchez,
miembro del Comite Europeo de Carreteras
de Hormigon, que se referira a la Expe­
riencia europea en el Diseiio de pavimentos
rigidos y repavimentacion, y el Sr. W.
Ronald Hudson, profesor de Ingenieria Civil
de la Universidad de Texas, que tratara el
terna de la Experiencia norteamericana en
el Diseiio de pavlmentos rigidos y repa­
vimen tacion.
Un segundo seminario sobre el terna
pero referido a Bases estabilizadas tendra
lugar del 13 al 23 de octubre y en eI parti­
ciparan Mauricio Poblete R., profesor de
Mecanica de Suelos de la Escuela de In­
genieria de la Universidad de Chile, sobre
lntroduccion a la estabilizacion de sue los.
Ensayos de laboratorio; Marcio Rocha Pita
se referira a Estobilizados con suelo-cemento,
Experiencia brasileiia; W. Ronald Hudson
tratara las Propiedades de las bases estabili­
zadas. Experiencia norteamericana; el Senor
Nguyen Dac Chi, del Laboratorio Central
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de Puentes y Calzadas de Francia, disertara
sobre EstabiUzados con grava-cemento. Tee­
nologia francesa y el Sr. Peter Spratz, de
Espada, sobre Bases estabilizadas empleadas
en Chile. Bxperiencia espanola.
Las informaciones adicionales sobre estos
seminaries se pueden obtener escribiendo a
IDIEM. Casilla 1420, Santiago, Chile.
Habra un ciclo de Conferencias y discusiones
tecnicas sobre soldadura dentro del Proyec­
to Multinacional de Metalurgia del Programa
Regional de Desarrollo Cienrffico y Tecno­
logico de la OEA. Los dias 14 y 15 de julio
el Dr. Brian Phelps, profesor del Hartwell
Cranfield Institute de EUA, dara charlas
sobre Avances en procesos de so ldaduras,
en IDIEM. Los d{as 28 y 29 de julio, en
la Universidad Tecnica Federico Santa Maria,
el Dr. Warren F. Savage, del Rensselaer
Polytechnic Institute, EUA, conferenciara
sobre Metalurgia de 1a Soldadura y el Dr.
M. Adams de Cincinatti University, EUA,
los dias 28 y 29 de julio, sobre Soldabilidad
de los Aceros. La soldabilidad desde el pun­
to de vista del ingeniero en soldadura sera
el terna que el Dr. Robert L. Apps, del
Cranfield Institute of Technology, Inglaterra,
presentara en la Universidad Catolica de
de Valparaiso, los dias 25 y 26 de agosto.
Finalmente en la Universidad Tecnica del
Estado el Dr. J.H. Rogerson del Cranfield
Institute of Technology, Inglaterra se refe­
Ora a Soldadura de aluminio y aleaciones
los dias 8 y 9 de septiembre,
Estos mismos conferenciantes participa­
ran en el Sexto Seminario Latinoamericano
de Nivel Post-Doctorado que se desarrollara
en la Comision Nacional de Energia Atomica
Argentina entre el 30 de junio y el 5 de
septiernbre.
EI Simposio Internacional de Ingenieria de
Costa Afuera tendra lugar en Rio de Janeiro,
Brasil, del 14 al 19 de sepriembre,
Esta siendo organizado por la Universi-
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dad Federal de Rio de Janeiro a traves de su
centro de estudios de posgrado, COPPE.
Este es el tercero de una serie de encuentros
tecnicos sobre Ingenieria de Costa Afuera,
que se suceden cada dos afios, a partir de
1977.
En igual forma que en las reuniones ante­
riores, se tocaran temas de alto interes agru­
pados en los siguientes capfrulos: Comporta­
miento de los materiales en el mar desde di­
ferentes aspectos, entre ellos corrosion, fati­
ga, colisiones. Ingenieria de [undaciones para
plataformas marinas incluyendo fundaciones
directas, por pilotes, interaccion suelo-estruc­
tura y otros. Calculo de estructuras de costa
afuera en que se considerara el analisis de
cargas, respuestas a solicitaciones dinarnicas
aleatorias, metodos numericos y por compu­
tacion, etc. Metodos de diseho y construc­
cion de estructuras de costa afuera. lnstru­
mentacion, ensayos y metodos de proteccion:
La direccion para obtener informacion
adicional es: COPPE/UFRJ. Simposio Costa
Afuera 81. Caixa Postal 1191-ZC-00. 20000,
Rio de Janeiro, R.]. Brasil.
El Institute Eduardo Torroja de la Cons­
truce ion y del Cernento. de Madrid, Espana,
esta preparando el IX Curso de estudios
mayores de la construccion, CEMCO 82'.
La edificacion y su patologia. Cornenzara
este curso el 13 de enero y terminara el
4 de junio de 1 982.
Los ternas que seran objeto de trata­
miento a 10 largo del curso se agruparan en
cinco areas de conocimiento, segun expo­
nemos a continuacion.
En el Area de Materiales se veran los
cementos y hormigones; los aceros de cons­
truccion y otros materiales de construccion.
En el A rea de Estructuras se analizara
la patologia del proyecto y ejecucion de
estructuras de hormig6n; el control de cali­
dad y recepcion del horrnigon en obra: la
patologia de obras en servicio y reparacicn
de estructuras de hormig6n, y la patologia
de estructuras metalicas y mixtas.
En el Area de Unidades Funcionales de
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Obra se tratara los cerramientos y divisiones;
la carpinteda de ventanas y puertas; las
cubiertas inclinadas y cubiertas terrazas, y
los acabados de paramentos verticales.
EI A rea de Habitabilidad abarcara la
higrotermica; acustica e iluminacion, y las
instalaciones.
En el Area de Energla de la Edi!icacion
se incluiran aspectos relacionados con los
materiales; la vivienda pasiva; la vivienda
activa y la econornfa,
La direccion para obtener informaciones
adicionales es CEMCO 82'. Institute Eduar­
do Torroja, Apartado 19002, Madrid, Espana.
EI Paisley College of Technology, con la
colaboracion de la Sociedad del Hormigon
de Escocia, elinstituto de Ingenieros Estruc­
turales y el American Concrete Institute,
patrocina una Conferencia International 10-
bre Adherencia en el Hormig6n. Tendra
lugar en Paisley, Escocia, los dias 14 al
16 de junio de 1982.
El objetivo de esta reunion es recoger la
informacion y las ideas que se han desarro­
Uado en los Ultimos anos sobre la adherencia
de la pasta de cementa con los aridos, las
barras y las fibras.
Se desarrollaran los siguientes topicos:
a) Teorla y mecanismo de la adherencia.
Tipos de adherencia. Modelos de transfe­
rencia de tensiones. Morfologia de las inter­
faces. b) Metodos de erssayos de adherencia.
Tipos de ensayos. Normalizacion de los me­
todos de ensayo. Interpretacion de los re­
sultados. c) Determinacion de los [actores
que influyen en la adherencia. Tipo de ma­
triz ; tipo de armadura y su tratamiento
superficial. Curado y exposicion. Tipo de
carga. d) Adherencia en las practicas de
diseno y construccion. Aplicaciones practicas
de la adherencia en horrnigcn normal y livia­
no con armaduras corrientes, pretensadas y
de fibras.
La direccion para mayores informaciones
es: Paisley College of Technology. Paisley
Pa 1 BE 2. Scotland U.K.
* * *
